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Introdução 

A polianilina (PAni) é um polímero condutor que 

apresenta potencial aplicação tecnológica. 

Entretanto, sua aplicação é limitada pelo fato de ser 

um material de difícil processabilidade. Uma das 

estratégias utilizadas para contornar este problema 

envolve a inserção de ácidos orgânicos, como o 

dodecilbenzeno sulfônico (ADBS), e sua mistura 

com outras matrizes poliméricas, formando blendas. 

A obtenção de blendas com um polímero com 

excelente propriedade elastomérica, como a 

silicona, pode gerar um novo material que apresente 

novas propriedades elétricas e mecânicas, muitas 

vezes não usuais, que possam ser utilizadas em 

aplicações que envolvam comportamento 

piezoelétrico ou piezoresistivo, como sensores de 

pressão.  Neste trabalho foram obtidas blendas de 

silicona com PAni(ADBS), nas proporções em 

massa silicona/PAni(ADBS) de 90/10, 85/15, 80/20 e 

75/25, por co-dispersão em hexano e posterior 

evaporação do solvente. As blendas foram 

caracterizadas por termogravimetria, microscopia 

eletrônica de varredura, medidas de resistividade 

elétrica. 

Resultados e Discussão 

A Figura 1 mostra a fotografia das blendas obtidas 

com evaporação do solvente à temperatura 

ambiente (a), que apresentaram fissura, e 

temperatura inicial de -5 °C (b), sem fissuras. A 

Tabela 1 mostra os valores de resistividade elétrica 

superficial das blendas. Observa-se que a superfície 

superior é menos condutora que a inferior, 

sugerindo menor concentração de PAni(ADBS), o 

que é confirmado pelas microscopias eletrônicas 

(Figura 3), que mostra a formação de uma película 

de silicone na superfície superior. Houve redução de 

até 8 ordens de grandeza na resitividade elétrica. Os 

termogramas (Figura 2) mostram estabilidade 

térmica até 120°C. 

  
a) b) 

Figura 1. Fotografia da Blenda de Sílicona/PAni(ADBS) 85/15 a) 

obtida à temperatura ambiente b) obtida com temperatura de       

-2°C. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curva termogravimétrica das amostras: a) PAni(ADBS) 

b) Silicona c) Silicona/PAni(ADBS) 75/25 A/A=1 d) 

Silicona/PAni(ADBS) 75/25 A/A=1,5 e) Silicona/PAni(ADBS) 

75/25 A/A=2  

Figura 3. Microscopia das bordas das fraturas da blenda 
Silicona/PAni(ADBS) 90/10 A/A=1. a) Borda superior b) Borda 
inferior 

Tabela 1. Resistividade volumétrica da silicona e das blendas de 
Silicona/PAni(ADBS). 

 

Silicona 
Pani(ADBS) 

S. inferior 

s/Ω/□ 

S. superior 

s/Ω/□ 

95/05 1,43 ∙10
16

 3,76 ∙10
16

 
90/10 5,2∙10

12
  6,77 ∙10

15
 

85/15 3,5 ∙10
8
 2,74 ∙10

12
 

80/20 1,53 ∙10
6
 1,48 ∙10

12
 

                                                          (S. superfície) 

Conclusões 

Foi possível obter blendas de 

silicona/PAni(ADBS) com redução da resistividade 

elétrica de até 8 ordens de grandeza, e com 

propriedades mecânicas satisfatórias para sua 

aplicação como material piezoresistivo.  
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